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Abstract of DE1 971 9503 

The device includes two polishing units (44,46), 



equipped with vacuum holders, adjustable in 
height, for each wafer. The units are moved 
along the horizontal and parallel guides (40,42) 
independently by the drive motor. Under these 
guides there are two polishing plates or discs 
(34,36) rotated by the drive and mounted under 
the guides on either side. There are also transfer 
units (24) for the wafer at the end of the guides 
and receiving areas (48,50) and a control device 
for the drive and these transfer units. 
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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmeider eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(g) Vorrichtung zum chemisch-mechanischen Polieren einer Oberflache eines Objektes, insbesondere etnes 
Halbteiterwafers 

(I?) Vorrichtung zum chemisch-mechanischen Polieren von 
Oberflachen von Objekten, insbesondere von Halbleiter- 
wafern fur die Halblelterherstellung, mit 

- zwei Poliereinheiten mit hohenverstellbaren Vakuum- 
haltern fur je einen Halbleiterwafer, die von einem An- 
triebsmotor um eine verttkale Achse antreibbar sind, 

- parallelen, annahernd horizontal verlaufenden Fuhrur>- 
gen, entlang denen die Poliereinheiten unabhangig von- 
einander gefuhrt sind, ' 

- Antriebsmittein, von denen die Poliereinheiten entlang 
den Fuhrungen bewegt werden, 

- mindestens einem unterhalb der Fuhrungen drehend 
angetriebenen Polierteller, der annahernd symmetrisch 
beidseits der Langsachsen der Fuhrungen angeordnet ist, 

■ wobel die Poliereinheiten in ihrer entsprechenden Be- 
I triebsstellung mit gegeniiberliegenden Abschnitten der 
• Polierteller zusammenwirken, 

- mindestens einer Ubergabe- und Ubernahmevorrich- 
tung fur die Werkstucke an dem dem Polierteller entge- 
gengesetzten Ende der Fuhrungen, 

- zwei auf gegenuberliegenden Seiten der Fuhrungen an- 
geordneten Ablage- und Aufnahmevorrichtungen fur die 
Werkstucke, zu denen die Poliereinheiten ausrichtbar und 
die von der Ubergabe- und Obernahmevorrichtung er- 
reichbar sind und 

- einer Steuervorrichtung, die deri Betrieb der Polierein- 
heiten und der Ubergabe- und Obernahmevorrichtung 
steuert. 
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Beschreibung 

Die EHindung bc/ieht sich auf einc Vorrichtung zurn chc- 
misch-mechanischen Polieren einer Oberflache eines Ob- 
jektes, insbesondere von Halbleilerwafem nach dem Ober- 5 
begrifF des Patentanspruchs 1 . 

Lapp- Oder Poliermaschinen, beispielsweise fiir die Her- 
stellung von Siliziumwafem sind herkommlich derart aufge- 
haul, dafi die Werkstiicke von sog. Lauferscheiben aufge- 
nommen werden, die zwischen den Arbeitsscheiben der lO 
LSipp- Oder Poliermaschine angeordnet und mittels Zahn- 
kranzen oder dergleichen in zykloidische Bewegung ver- 
setzt werden. Der Einsatz derartiger Vorrichtungen komint 
fur die Bearbcitung von fcrtigen Wafem bei der Halbleitcr- 
Oder Chipherstellung selbst nicht in Frage. 15 

Bekanntlich ist erforderlich, dal3 nach jeder Beschichtung 
eincs Halblciterwafers mil eincr Schicht, beispielsweise ei- 
ner Oxidschicht, einer Wolframschicht oder anderen Metall- 
schichten cine emeute Bearbeitung voxgenommen werden 
muB, um die gewiinschte Planaritat herzustellen. Diese Be- 20 
arbeitung geschieht normalerweise in Reinstraumtechnik. 

Aus DE 1 95 44 328 ist eine Vorrichtung zur Bearbeitung 
von Wafem in der Halbleiterindustrie bekannt geworden. 
Nach diesem Stand der Ibchnik ist ein GehSuse in eine erste 
und cine zweitc Kammer unterteilt, wobci in der ersten 25 
Kammer ein PoLierabschnitt und in der zweiten ein Reini- 
gungsabschnitt angeordnet sind. Der Transport von dem ei- 
nen in den anderen Abschnitt erfolgt mit Hilfe einer IVans- 
fervoirichtung iiber eine Oflinung in einer Unterteilungs- 
wand. Mithin werden im Gehause unterschiedliche Rein- 30 
raume geschaffen. 

Aus der Firmenschrift "CMP Cluster Tool System Plana- 
rization Chemical Mechanical Polishing" von Peter Wolters 
vom Marz 1996 ist auch bekannt geworden, die Poller- und 
Reinigungsstationen gemeinsam in einem Reinstraum anzu- 35 
ordncn und den Reinstraum von eincm Raum zu trenncn, 
von dem aus die Halbleiterwafer in den Reinstraum hinein 
und aus diesem heraus gegeben werden mit Hilfe einer ge- 
eignclcn Transfervorrichtung. Aus dieser Firmenschrift ist 
auch bekannt, zwei separate Bearbeitungseinheiten vorzuse- 40 
hen, denen jeweils eine Reinigungseinheit zugeordnet ist, 
wobei zwischen den Bearbeitungseinheiten eine Transfer- 
einheit angeordnet ist fiir den Transfer zu den Bearbeitungs- 
und Rcinigungscinheiten und von diescn fort. Eine derartige 
Anordnung benotigt relativ viel Raum. Der Platzbedarf wird 45 
noch vergroBert, wenn unter bestimmten Beschichtungsbe- 
dingungen cin weitcres Polieren der Wafer in eincr zweiten 
Polierstation erforderlich wird. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrich- 
tung zum chemisch-mechanischen Polieren einer Oberfla- 50 
che eines Objektes, insbesondere eines Halblciterwafers fiir 
die Halbleiterherstellung, zu schaffen, die bei einem relativ 
hohen Produktionsdurchsatz wenig Platz benotigt. Insbe- 
sondere soil die Vorrichtung in der Lage sein, auch bei zu- 
satzlichen Beschichtungcn, beispielsweise Kupfcrbeschich- 55 
tungen, ein zweifaches Polieren ohne wesentlich hoheren 
Aufwand zu bewerksteUigen, 

Dicsc Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentan- 
spruchs 1 gelost. 

Bei der erhndungsgemafien Vorrichtung sind zwei Polier- 60 
einheiten oder Polierkdpfe mit hdhenverstellbarem Vaku- 
umhalter fiir einen Halbleiterwafer vorgesehen sowie einem 
Antriebsmotor zur Drehung des Vakuumhalters und damit 
des Halbleiterwafers. Die Haltening der Halbleiterwafer mit 
Hilfe von h5henverstellbaren Vakuumhaitem (vacuum 65 
chucks) ist an sich bekannt. Hrfindungswescntlich ist jc- 
doch, daJ3 die Poliereinheiten entlang von linearen Fiihrun- 
gen verstellbar sind. Hierzu dienen geeignete Verstellmittel, 



um die Poliereinheiten entlang den Fiihrungen zu bewegen. 
Die Polierscheibe oder der Polierteller steht beiden Polier- 
einheiten,zur Verfugung, indcm jedc Poliercinhcit nur auf 
einer Seite der Fiihrungen mit dem Polierteller darunter zu- 
sammenwirkt, d. h. jede Poliereinheil ist wahrend des Po- 
lierbetriebs einer "Halfte" des Poliertellers zugeordnet. Wie 
an sich bekannt, wird der PoUerteller mit Hilfe eines geeig- 
neten Motors in Drehung versetzt. Es ist in diesem Zusam- 
menhang auch bekannt, zusatzlich zu den Rotationen von 
Polierteller und Vakuumhalter eine oszillierende Bewegung 
des Vakuumhalters bzw. des Polierkopfes vorzusehen. Sind 
gemaB einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung zwei Po- 
Uerteller vorgesehen, die vom selben Werkstiick nacheinan- 
der mit dem Polierkopf angefahrcn werden, liegen diese in 
Verfahrrichtung der Polierkopfe in Reihe. 

Zusatzlich zu den erwahnten Aggregaten ist mindestens 
eine Obergabe- und tibemahmevorrichtung fiir die Werk- 
stiicke an dem dem Polierteller entgegengesetzten Ende der 
Fiihrungen angeordnet. Diese Vorrichtung, die auch als 
Transfervorrichtung bezeichnet werden kann, ist wiederum 
an sich bekannt. Ablage- und Aufnahmevoirichtungen ar- 
beiten mit der Obergabe- und Obemahmevorrichtung zu- 
sanunen, von denen jeweils eine auf gegeniiberliegenden 
Seiten der Fiihrungen angeordnet ist. Die letztere \brrich- 
tung wird abwechselnd von der Ubergabevorrichtung be- 
schickt bzw. die t)bergabevorrichtung enmimmt abwech- 
selnd von dieser einen fertig bearbeiteten Halbleiterwafer. 
AuBerdem dient die Ablage- und Aufnahmevorrichtung im 
Fall von Wafem als Zentriervorrichtung, damit die Polier- 
einheiten die Halbleiterwafer zentriert ubemehmen. Auch 
dieses Merkmal ist jedoch an sich bekannt. 

Durch die beschriebene Ausbildung der erfindungsgema- 
Ben Vorrichtung werden zwei parallele Bearbeitungsstrange 
erhalten, die voUstandig unabhangig voneinander arbeiten 
konnen. Die Platzausnutzung ist deshalb besonders gunstig, 
weil bei einem oder zwei Policrtcllem jeweils zwei Polier- 
einheiten eingesetzt werden konnen, und zwar unabhangig 
voneinander Es versteht sich, daB die Taktzahl dann beson- 
ders hoch sein kann, wenn die Bearbeitung der Halbleiter- 
wafer an einem Polierteller nicht gleichzeitig, sondem zeit- 
lich versetzt erfolgt. 

Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, 
daB auf jeder Seite der Fuhrungen ein weiterer drehend an- 
getriebener Polierteller angeordnet ist mit einem Durchmes- 
ser kleiner als der erste Polierteller und zwischen dem ersten 
und dem zweiten bzw. dem dritten Polierteller eine Reini- 
gungsstation angeordnet ist, in der cin Halbleiterwafer und/ 
oder die Poliereinheil gereinigt werden kann. Eine derartige 
Reinigungsstation ist an sich bekannt. Sie dient zum einen 
dazu, noch an dem Halbleiterwafer haftendes Poliermittel zu 
entfemen und zum anderen dazu, - mit anderen Mitteln - 
die Poliereinheil zu reinigen, wenn sie ohne Halbleiterwafer 
in die Reinigungsstation eingefahren wird. Der zweite bzw. 
dritte Polierteller dient dazu, die Reinigung zu komplettie- 
rcn. Dies geschieht zumcist durch den Einsatz von entioni- 
siertem Wasser. 

Es ist bekannt, die Qualitat von Polierttichem oder der- 
gleichen dadurch aufrechtzucrhalten, daB mit Hilfe geeigne- 
te Mittel, beispielsweise Biirsten oder dergleichen, ein Auf- 
rauhen erfolgt. Erfindungsgemafi ist vorgesehen, daB an den 
Fiihrungen eine Abrichtvorrichtung gelagert ist fur das Ab- 
richten des Poliertellers wahrend des Polierbetriebs. Die 
Abrichtvorrichtung, beispielsweise eine Biirste, kann radial 
in bezug auf den Polierteller standig bin- und herbewegt 
werden, um eine gewiinschte Aufrauhung herzustellen. 

Wird aus den oben beschriebcnen technologischcn Griin- 
den ein weiterer Polierteller erforderlich, beispielsweise bei 
einer Kupferbeschichtung von Halbleilerwafem, ist nach ei- 
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ner Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, daB der vierte 
Polierteller, der z. B. den gleichen Durchmesser hat wie der 
erste Polierteller, zwischen dcm ersten Polierteller und der 
Ablage- und Aufnahmevorrichtung angeordnet ist. Vorzugs- 
weise befindet sich hierbei die Reinigungsvorrichlung zwi- 
schen den Poliertellern, damit die Werkstiickc gerdnigt auf 
den zweiten Polierteller aufgesetzt werden. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Zeichnun- 
gen naher erlautert. 

Fig. 1 zeigt die Draufsicht auf eine schematisch daige- 
stellte Anlage zum Bearbeiten von Halbleiterwafem mit ei- 
ner Vorrichtung nach der Erfindung; 

Fig. 2 zeigt vergroBert die erfindungsgemaBe Vorrichtung 
nach Fig. 1 ; 

Fig. 3 zeigt eine andere Ausfuhrungsform einer Vorrich- 
tung nach der Erfindung. 

In Fig. 1 ist ein erster Raum 10 von eincni zweiten Rauin 
12 durch eine Wand 14 getrennt. Im Raum 12, der dn Rein- 
raum niedriger Klasse darstellen kann, beispielsweise der 
KLasse 1, steht eine Bedienungsperson 16 an einem Hsch 
18, der zur Aufhahme von Kassetten 20 geeignet ist. Die 
KasseUen 20 konnen jeweils Halbleiterwafer 25 aufnehmen. 
Eine derartige Vorrichtung ist an sich bekannt. 

Eine IVansfeieinrichtung 22, die sich im Raum 10 befin- 
det, einem Reinstraum z. B. der Klasse 100, die z. B. als Ro- 
boter ausgefOhrt ist, ist in der Lage, aus einer Kassette 20 je- 
weils den Halbleiterwafer zu entnehmen und auf eine wei- 
tere TVansfervorrichtung 24 zu iibergeben. Der Transferweg 
befindet sich zwischen beabstandeten Reinigungsstationen 
26, 28, auf deren Funktion weiter unten noch eingegangen 
wird. 

Die Transfervorrichtung 24 dient dazu, Halbleiterwafer in 
eine allgemein mit 30 bezeichnete Vorrichtung einzugeben 
und aus dieser herauszunehmen. Die \^rrichtung wird an- 
hand von Fig, 2 naher erlautert. 

In einem allgemein mit 32 bezeichneten Maschinenge- 
stell der Vorrichtung 30 sind ein erster Polierteller 34 und 
ein weiterer Polierteller 36 im Abstand voneinander um eine 
vertikale Achsc drehbar angeordnet. Sie werden von einem 
geeigneten Antriebsvorrichtung (nicht gezeigt) in Drehung 
versetzt. Die Teller 34, 36 sind in bekannter Weise ausge- 
staltet, weisen insbesondere ein Poliertuch oder dergleichen 
auf Femer ist den Poliertellem 34, 36 eine Vorrichtung zum 
Aufbringen eines Poliermediums zugeordnct (nicht ge- 
zeigt). 

Oberhalb der die Mittelpunkte beider Polierteller 34, 36 
verbindenden Achse 38 ist eine erste lineare Fuhrung ange- 
ordnet. Oberhalb der ersten Fuhrung 40 ist eine zweite Fuh- 
rung 42 angeordnet, Beide erstrecken sich geringfiigig iiber 
die Mitte des ersten Poliertellers 34 hinaus (letztere Fuhrung 
42 ist in Fig. 2 zum Teil weggebrochen gezeigt). An der er- 
sten Fuhrung 40 ist eine Poliereinheit 44 in L^gsrichtung 
gefiihrt. Die Poliereinheit 44 umfaBt eine Vakuumhalterung 
fur einen Wafer (nicht erkennbar), einen Antriebsmotor ftir 
den Halter sowie eine lineare Verstellmoglichkeit, z. B. ei- 
nen Pneumatikzylinder, zur vertikalen Verstellung des Va- 
kuumhalters auf den Polierteller 34 zu bzw. von diesem fort. 
Eine derartige Poliereinheit 44 ist jedoch an sich bekannt. 
An der zweiten Fuhrung 42 ist eine Poliereinheit 46 in 
Langsrichtung der Fuhrung gefiihrt. Die Poliereinheit 46 ist 
identisch zur Poliereinheit 44 ausgebildet, so daB auf deren 
Beschreibung verzichtet wird. Mit Hilfe nicht dargestellter 
Verstellvorrichtungen konnen die Poliereinheiten 44, 46 un- 
abhangig voneinander von der Position, in der die Polierein- 
heit 44 gezeigt ist, zu einer Position verstellt werden, in der 
sic sich oberhalb von Aufnahme- und Zentriervorrichtungen 
48 bzw. 50 am in Fig. 2 unteren Ende der Vorrichtung 30 
beidseitig der Fuhrungen 40, 42 angeordnet sind. Die Vor- 
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richtungen 48, 50 sind wiederum an sich bekannt. Sie dienen 
zur Ablage noch nicht bearbeiteter oder fertig bearbeiteter 
Wafer sowie zur Zentrierung derselben, damit sie lageorien- 
tiert von den Vakuumhaltem der Poliereinheiten 44, 46 auf- 
5 genommen werden konnen. Durch Pfeile 50, 52 sind Ab- 
richtmittel angedeutet, die entlang der Fuhrung 40 bewegbar 
sind zum Abrichten der Polierteller 34, 36, d. h. zum Kondi- 
tionieren bzw. Aufrauhen der PoliertUcher der Tfeller 34, 36. 
Der Betrieb der Abrichtmittel 50, 52 ist unabhangig von den 
Poliervorgangen, so daB er gleichzeitig mit letzteren ablau- 
fen kann. 

Zwischen den Poliertellem 34, 36 ist auf jeder Seite der 
Fuhrungen 40, 42 eine Reinigungsstation 54, 56 angeordnet. 
Zwischen dem zweiten Polierteller 36 und den Ablage- und 
Aufnahmevonichtungen 48, 50 sind kleineie Polierteller 58 
bzw. 60 beidseits der Fuhrungen 40, 42 angeordnet. Diese 
sind ebcnfalis von einem nicht gezeigten Antriebsmotor drc- 
hend angetrieben. 

Der Vorrichtung 30 ist ebenfalls eine Bedienungsperson 
zugeordnet, die mit 62 bezeichnet ist. Sie kann ein Bedie- 
nungspanel 64 bedienen, das verschiedene Freiheitsgrade 
hat, wie durch die Pfeile angezeigt, so daB sie, von der Be- 
dienungsperson 62 ergriffen, in unterschiedliche Positionen 
gebracht weiden kann. 

Die Betriebsweise der Vorrichtung bzw. Anlage nach den 
Fig. 1 und 2 wird nachstehend naher erlHutert. 

Im Bereich des Raumes 10 entnimmt die TVansfervorrich- 
tung 22 einen Halbleiterwafer aus einer Kassette und uber- 
gibt ihn auf die IVansfervorrichtung 24. Diese legt den Halb- 
leiterwafer in der Ablage- und Aufnahmevorrichtung 48 
oder 50 ab. In dieser erfolgt in bekannter Weise ein Zentrie- 
ren des Halbleiterwafers und Bereitstellen fur eine Polier- 
einheit. Im vorliegenden Fall sei angenommen, daB ein 
Halbleiterwafer auf der Vorrichtung 48 abgelegt und in die- 
ser zentriert wird. Die Poliereinheit 44 fahrt zur Vorrichtung 
48, und ihr Vakuumhalter erfaBt die Waferscheibe von einer 
Seite und transportiert sie zum ersten Polierteller 34 auf der 
rechten Seite der Fuhrungen 40, 42. Durch Absenken des 
Wafers auf den Polierteller 34 erfolgt nun in der bereits be- 
schriebenen Weise die Bearbeitung. Nachdem diese nach ei- 
ner durch die Steuervorrichtung (nicht gezeigt) vorgegebe- 
nen Zeit beendet ist, hebt die Poliereinheit den Wafer wieder 
vom Polierteller 34 ab und transportiert den Wafer zur Rei- 
nigungsstation 54. In der Reinigungsstation 54 wird die Un- 
terseite des Wafers von Resten des Poliermediums befreit, 
und zwar auf mechanische Weise mit Hilfe von Bursten und/ 
oder entionisiertem Wasser. Eine derartige Reinigungssta- 
tion ist an sich bekannt. Aus dieser fahrt dann die Polierein- 
heit 44 den Wafer zum zweiten Polierteller 36, in dem ein 
weiterer und endgiiltiger Poliervorgang erfolgt. Die Reini- 
gung des Wafers nach dem ersten Poliervorgang ist auch 
deshalb erforderlich, damit eine Vermischung des Poliermit- 
tels des ersten Poliertellers 34, das noch am Wafer haften 
kann, sich mit dem Poliermittel des Poliertellers 36 stattfin- 
det. Ein Poliervorgang fur den Polierteller 36 ist in Fig. 2 fiir 
die Poliereinheit 46 gezeigt. Nachdem auch der zweite Po- 
liervorgang beendet ist, fahrt die Poliereinheit 44 den Wafer 
zu dem Polierteller 58, der nur voriibergehend mit dem Wa- 
fer in Eingriff gebracht wird und im wesentlichen nur Reini- 
gungsfunktion hat. AnschlieBend fahrt die Poliereinheit 44 
den Wafer wieder zur Ablage- und Aufnahmevorrichtung 48 
und legt den Wafer dort ab, damit er von der Transfervor- 
richtung 24 erfaBt werden kann. 

Die Transfervorrichtung 24 erfaBt den fertig bearbeiteten 
Wafer und legt ihn in der Reinigungsstation 28 ab, in dem er 
einzelne Reinigungs- und TVocknungsstufen durchlauft Bin 
derartiges System ist ebenfalls an sich bekannt und soli im 
einzelnen nicht beschrieben werden. Der fertig gereinigte 
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und gelrocknete Wafer wird dann von der Transfervorrich- 
lung 22 erfaOt und in eine bereitstehende Kassette 20 auf 
dcm Tisch 18 eingeschoben. 

Nachdem die Poliereinheit 44 den Wafer abgelegt hat, 
fahrt sie in die Reinigungsstation 54, in der sie ihrerseits ei- 5 
ner Reinigung unterworfen wird, bevor sie erneut zur Ab- 
lage- und Aufnahmevorrichlung 48 fahrt, urn einen neu ge- 
ladenen zu bearbeitenden Wafer aufzunehmen. 

Die Vorgange beziiglich der Poliereinheit 46 sind die glei- 
chen wie zur Poliereinheit 44 beschrieben, wobei fiir den 10 
Takt beider Poliereinheiten ein Zeitversatz vorgesehen ist, 
um einen optimalen Durchsatz durch die Vorrichtung 30 zu 
erhaiten in Abstimmung auf die Beladefrequenz. 

Die Ausfuhrungsform nach Fig. 3 unterscheidel sich von 
der nach den Fig. 1 und 2 dadurch, daB eine Vorrichtung 30a 15 
verwendet wird, welche nur den ersten PoUerteller 34 auf- 
weist und nichl den zweitcn Polierleller 36 nach Fig. 2. Im 
iibrigen sind alle Vorrichtungen oder Stationen mil denen 
nach Fig. 2 identisch, so dafi gleiche Bezugszeichen ver- 
wendet werden. Auch die Wukungsweise der Vorrichtung 20 
30a gleicht der oben beschriebenen mil Ausnahme des zwei- 
ten Poliervoiganges. Es wird daher darauf verzichtet, diese 
im einzelnen noch einmal darzulegen. 

Patentanspriichc 25 

1. Vorrichtung zum chemisch-mechanischen PoUeren 
von Oberflachen eines Objektes, insbesondere von 
Halbleiterwafern fUr die Halbleiterherstellung, mil 

- zwei Poliereinheiten (44, 46) mit hdhenverstell- 30 
baren Vakuumhaltem fur je einen Halbleiterwafer, 
die von einem Antriebsmotor um eine verdkale 
Achse antreibbar sind, 

- parallelen, annahemd horizontal verlaufenden 
Fiihrungen (40, 42), enllang denen die Polierein- 35 
heilen (44, 46) unabhangig voneinander gefuhrt 
sind, 

- Antriebsmitteln, von denen die Poliereinheiten 
(44, 46) cntlang den Fiihrungen (40, 42) bewegt 
werden, 40 

- mindestens einem unterhalb der Fiihrungen (40, 
42) drehend angetriebenen Polierteller (34, 36), 
der annahemd symmetrisch beidseits der Langs- 
achscn der Fiihrungen (40, 42) angcordnet ist, wo- 
durch die Poliereinheiten (44, 46) in ihrer entspre- 45 
chenden Betriebsstellung mit gegeniiberliegenden 
Abschnittcn der Polierleller (34, 36) zusammen- 
wirken, 

- mindestens einer Ubergabe- und Ubemahme- 
vorrichtung (24) fiir die Halbleiterwafer an dem 50 
dem Polierteller (34, 36) entgegengesetzten £nde 
der Fiihrungen (40, 42), 

- zwei auf gegeniiberliegenden Seiten der Fiihr- 
ringen (40, 42) angeordneten Ablage- und Auf- 
nahmevorrichtungcn (48, 50) fiir die Halbleiter- 55 
wafer, zu denen die Poliereinheiten (44, 46) aus- 
richtbar und die von der Ubergabe- und Ubemah- 
mevorrichtung (24) errcichbar sind und 

- einer Steuervorrichtung, die den Betrieb der 
Poliereinheiten und der LFbergabe- und Ubemah- 60 
mevorrichtung (24) steuert. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekeim- 
zeichnet, daB auf jeder Seite der Fuhrungen (40, 42) 
ein weiterer drehend angetriebener Polierteller (58, 60) 
angeordnet ist mit einem Durchmesser kleiner als der 65 
crstc PolicncUcr (34) und zwischcn dem crslen Polier- 
teller (34) und dem zweiten bzw. driUen Polierteller 
(58, 60) eine Reinigungsstadon (54, 56) angeordnet ist. 
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in der ein Halbleiterwafer und/oder die Poliereinheit 
(44, 46) gereinigt werden kann. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB an den Fiihrungen (40, 42) eine Ab- 
richtvorrichtung (50, 52) gefuhrt ist fiir das Abrichten 
des ersten Poliertellers (34) wahrend des Polierbe- 
triebs. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB unterhalb der Fiihrungen 
(40, 42) ein weiterer drehend angetriebener Polierteller 
(36) von etwa dem gleichen Durchmesser wie der erste 
Polierteller (34) zwischen dem ersten Polierteller (34) 
und der Ablage- und Aufhahmevorrichtung (48, 50) 
angeordnet ist derart, daB die Poliereinheiten (44, 46) 
in ihrer entsprechenden Betriebsstellung mit gegen- 
iiberliegenden Abschnitten des zweiten PoUerteUers 
(36) zusammenwirken. 

5. Vbrrichtung nach Anspruch 2 und 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Reinigungsstadonen (54, 56) 
zwischen dem ersten und dem vierten Polierteller (34, 
36) angeordnet sind. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der zweite und der dritte Polierteller 
(58, 60) zwischen dem vierten Polierteller (36) und der 
Ablage- und Aufnahmevorrichlung (48, 50) angeord- 
net sind. 

7. Verfahren zum Belrieb der Vorrichtung nach einem 
der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Poliereinheiten (44, 46) die Werkslilcke zeitlich 
versetzl mit dem ersten bzw. vierten Polierteller (34, 
36) in Eingriff bringen. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Abrichtmittel (50, 52) wahrend des Polier- 
betriebs mit den Poliertellern (34, 36) in Eingriff treten, 
indem sie radial zur Drehachse der Polierteller hin- und 
herbewegt werden, 

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Poliereinheiten (44, 46) nach dem 
Ablegen eines Werkstiicks in der Ablage- und Aufnah- 
mevorrichlung (48, 50) zur zugeordneten Reinigungs- 
station (54, 56) gefahren werden, bevor sie aus der Ab- 
lage- oder Aufnahmevorrichlung (48, 50) ein neues be- 
reilgehaltenes Werkstiick aufnehmen. 
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